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摘要：各向异性导电胶膜(ACF)连接线路的导电性能对导电粒子的变形影响很大.对ACF粘接后的

导电粒子电阻进行了理论模型的建立，分析了导电粒子变形程度对其导电电阻的影响，并与实验结果进

行了比较，吻合很好；在高温、高湿环境下，通过对导电粒子回弹进行有限元模拟，得到了导电粒子回弹

量；并分析了回弹粒子对导电电阻的影响以及导电粒子的数量对总电阻的影响，得到了各向异性导电胶
膜连接的线路最佳的导电粒子变形量和湿热环境对其的导电性能的影响程度.

各向异性导电胶膜；粘接界面；数值模拟；导电粒子
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